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Das Verfahren des Silberverbindungssinters ist ein Fligeverfahren fiir
Hochleistungselektronikkomponenten. Die Vorteile des Prozesses liegen v.a. in der
héheren elektrischen und thermischen Leitfahigkeit sowie der hdheren
mechanischen Festigkeit im Vergleich zur konventionellen Aufbau- und
Verbindungstechnik. Durch die Zugabe geeigneter niedrigschmelzender
mikroskaliger Legierungselemente sollen eutektische Legierungen gebildet und so
die Prozesstemperatur deutlich gesenkt werden.

Steffen Hadeler In vorherigen Untersuchungen konnte ein Zusammenhang zwischen der
Scherfestigkeit und der Prozesstemperatur in Abhéngigkeit des Fillstoffgehalts
ﬂ 8113.11.26 beobachtet werden. Im Rahmen dieser Arbeit sollen verschiedene Flllstoffgehalte
R, 0511/762-18862 sowie Prozessparameter untersucht werden um diese Abhangigkeiten zu
¥ hadeler@ verifizieren.
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